Schema electrique de lo carte simulation chips

Puissance dissipée PCB test tempéroature

- 1 chip = 76 voies 1.8 mW

— 1 wafer 60x60 mm 2 chips = 144 voies

- PCB = 4 wafers = 8 chips = 376 voles = 144 mW
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Idée
simuler les chips par des résistances avec
la possibilité de simuler des ecarts de
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Mesures réalisées aux bornes de la charge, résistance RS
avec action sur R2

U mn =117v I = 117 mA P = 136 mW

U max = 1434v I = 14354 mA P = 2114 mW

Valeur du chips 1.8 mW = U 1.345v
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Design de la carte simulation chips

Implantation:

8 carrés 10x10 pour 8 résistances montées sur 8 jauges de contrainte
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Exemple du carré Rl S1  19mm

~—~— 1Kohms CMS 0805

\Jauge de contrainte

Vishay 183112

2 pads pour la jauge
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